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 要  旨 
従来より、無線通信技術に用いられる受動素子である帯域通過フィルタ(BPF:Bandpass Filter)
は重要な役割を担ってきた。最近ではさらに携帯電話、Bluetooth、無線 LAN、WiMax に代表さ
れる無線通信技術の発達により、各種情報通信端末の小型化、軽量化、多機能化が進み、それに
用いられる受動回路である BPF の小型化及び軽量化が必要になった。この要求に対しては、マイ
クロストリップ線路上でインピーダンスステップ型共振器 (SIR:Stepped Impedance 
Resonator)BPF}や折り曲げ型共振器 BPF}や Spiral 型共振器 BPF などが提案され、それぞれの
BPF について多くの検討が行われてきた。さらに近年では基板製作技術の著しい進歩により、
LTCC(Low Temperature Co-fired Ceramics)基板技術が提案され、高周波回路が低コストでサイ
ズも小型の物が製作できるようになった。この技術は、従来のアルミナを主成分としたセラミッ
クにガラス粉末を加えることで焼成温度を下げ、銀や銅などの導電率の高い導体と同時に焼成す
ることを可能になった。LTCC 基板の技術の発展により、さらに積層構造などの多くの BPF 構造
を実現できることが可能になった。現在では LTCC に組み込み可能な、低損失かつ小型の BPF
の実現が求められている。 
本研究では、最初にストリップ線路を用いた有極特性を持つ 3 回折り曲げ型積層共振器 BPF を
構成した。この回路の試作及びシミュレーション結果より、その問題点と課題を明らかにした。
従来に検討されてきたストリップ線路を用いた BPF の欠点と同様に共振器の Q 値が低いため、
通過帯域での挿入損失が大きいことが確認できた。この結果より、構造的に共振器の Q 値を高め
通過帯域での挿入損失を減らすことを目的に研究を進めていった。その手段として、ストリップ
線路の上面の接地導体の一部を削除する方法を検討し、最初に Spiral 型共振器に適用し、共振器
の Q 値が大きくなることを確認した。この結果を基に有極特性を持つ Spiral 型共振器 BPF を構
成した。接地導体を削除する効果により、3 回折り曲げ型積層共振器 BPF と比較した場合 Spiral
型共振器 BPF は通過帯域での挿入損失の低減さらには阻止帯域の特性改善を確認した。しかし、
Spiral 型共振器 BPF は、阻止帯域を改善するために段数を増やすと回路サイズが大型化する。
そのため、2 回折り曲げ型積層共振器 BPF を提案し、同様に接地導体を削除し共振器の Q 値を
高め、2 回折り曲げ型積層共振器 BPF を構成し検討を行った。これらの結果より、接地導体を削
除する方法が有効であることを確認した。 
 
